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@ Verfahren zum Herstellen von doppelstockigen Leiterplatten und doppelstockige Leiterplatten 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer 
doppelstockigen Leiterplatte (9) mit zwei zueinander parallel 
angeordneten und leitend miteinander verbundenen Leiter- 
platten aus Kunststoff mit einseitiger Kupferkaschur (3). Die 
Kupferkaschur (3) enthalt Leiterbahnen und Anschluftpunkte 
fur elektronische Bauteile (4). Es ist vorgesehen, daft auf ei- 
ner rechteckigen Leiterplatte (1) im wesentlichen parallel zu 
einer Seite des Rechtecks auf der nicht mit Kupfer kaschier- 
ten Flache zwei Rillen (7, 8) im Kunststoff angebracht wer- 
den. Die Rillen reichen fast bis an die Kupferkaschur (3) her- 
an. Die Leiterplatte (1) wird dann entlang den Rillen (7, 8) zur 
kaschierten Flache (3) hin rechtwinklig abgebogen. 
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5 1 • Verf ahren zum Herstellen einer doppelstockigen 
Leiterplatte (9) mit zwei zueinander parallel ange- 
ordneten und leitend miteinander verbundenen Leiter- 
platten aus Kunststoff mit einseitiger Kupf erkaschur 
(3), wobei die Kupf erkaschur (3) Leiterbahnen und An- 
10 schluBpunkte fUr elektronische Bauteile (4) enthalt, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB auf einer rechteckigen Leiterplatte (1) im 
wesentlichen parallel zu einer Seite des Rechtecks 
15 auf der nicht mit Kupfer kaschierten Flache zwei 

Rillen (7,8) im Kunststoff angebracht werden, die 
fast bis an die Kupf erkaschur (3) heranreichen und 

- daB die Leiterplatte (1) entlang der Rillen (7,8) 
20 zur kaschierten Flache (3) hin rechtwinklig abge- 
bogen wird. 

2 . Verf ahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet , daB auf der rechteckigen 

25 Leiterplatte (1) die beiden Rillen (7,8) symmetrisch 
zu einer gedachten Mittellinie angebracht werden. 

3. Verf ahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet , daB auf der Leiterplatte (1) 

30 Rillen (7,8) angebracht werden, die ein V-formiges 
Profil mit rechtem Scheitelwinkel haben. 
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4. DoppelstBckige Leiterplatte (9) aus Kunststoff mit 
einseitiger Kupf erkaschur (3) hergestellt nach dem Ver- 
f ahren gemaB Anspruch 1, dadurch g e - 
kennzeichnet, 

- dafl die Leiterplatte (9) einsttickig ist und zwei 
parallele Plattenabschnitte (91,92) und zwischen 
gegenuberliegenden Kanten einen dazu senkrechten 
Plattenabschnitt (93) aufweist und 

- dafl die Leiterbahnen in der Kupf erkaschur (3) zu- 
sammenhangend Uber alle Plattenabschnitte (91,92,93) 
gefUhrt sind. 

5. Doppelstockige Leiterplatte (9) nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die 
Kanten der doppelstockigen Leiterplatte (9) im Kunst- 
stoff abgeschragt sind. 
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5 Verfahren zum Herstellen von doppelstockigen Leiter- 
platten und doppelstockige Leiterplatten 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer 
doppelstockigen Leiterplatte mit zwei zueinander parallel 
10 angeordneten und leitend miteinander verbundenen Leiter- 
platten aus Kunststoff mit einseitiger Kupf erkaschur, 
wobei die Kupf erkaschur Leiterbahnen und Anschluflpunkte 
ftir elektronische Bauteile enthalt. 

15 Um Leiterplatten kompakt auf kleinem Raum unterzubringen, 
ist es iiblich, statt eine groBe Leiterplatte zu ver- 
wenden, zwei kleine Leiterplatten als doppelstockige 
Leiterplatte iibereinander anzuordnen. Diese beiden 
Leiterplatten sind mechanisch aber auch elektrisch 

20 miteinander zu verbinden. Es ist iiblich, Verbindungs- 
stabe aus Kupfer an den Ecken der unteren Leiterplatte 
aufzurichten, die die obere Leiterplatte tragen und die 
an entspre chen den AnschluBpunkten auf den Leiterplatten 
enden. 

25 

Der Aufbau einer solchen Konstruktion ist technisch auf- 
wendig. Die Verbindungs stabe mtissen zugeschnitten und 
exakt an den vorgesehenen AnschluBpunkten auf den 
Leiterplatten befestigt werden. Da fUr die Stabilitat 
30 der Konstruktion mindestens zwei Verbindungsstabe notig 
sind, erhoht sich der Arbeitsaufwand noch entsprechend. 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
zu entwickeln, das es ermSglicht, funktionstuchtige 
doppelstSckige Leiterplatten rait wenigen Verfahrens- 
schritten in wirtschaftlicher Weise herzustellen. 

5 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaB dadurch gelost, 

daB auf einer rechteckigen Leiterplatte im wesent- 
lichen parallel zu einer Seite des Rechtecks auf der 
10 nicht mit Kupfer kaschierten Flache zwei Rillen im 
Kunststoff angebracht werden, die fast bis an die 
Kupferkaschur heranreichen und 

- daB die Leiterplatte entlang der Rillen zur ka- 
15 schierten Flache hin rechtwinklig abgebogen wird. 

Mit dem Verfahren nach der Erfindung werden die Leiter- 
bahnen in der Kupferkaschur nicht beschadigt. Auch die 
Funktionsweise der elektronischen Bauteile auf der 
20 Leiterplatte wird nicht beeintrachtigt , da diese nicht 
im Bereich der Biegelinien angebracht werden. 

Mit dem Verfahren nach der Erfindung wird der Vorteil 
erzielt, daB sich doppelstbckige Leiterplatten ohne 
25 Verwendung von Verbindungsstaben herstellen lassen. So- 
nach erUbrigt es sich, Verbindungsstabe an exakt vorbe- 
stimmten Stellen auf den Leiterplatten aufzurichten 
und anzuloten. 

30 Die Fertigung von doppelstockigen Leiterplatten wird 
schneller und wirtschaftlicher durchgefiihrt . 
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Nach einer Weiterbildung sind die Rillen auf der Leiter- 
platte symmetrisch zu einer gedachten Mittellinie ange- 
bracht. Dadurch erhalt die doppelstockige Leiterplatte 
gleich lange parallele Plattenabschnitte, wodurch sie 
raumsparend in Gehausen unterzubringen ist. 

Nach einer zweiten Weiterbildung haben die auf der 
Leiterplatte angebrachten Rillen ein V-formiges Profil 
mit rechtem Scheitelwinkel. Dadurch erhalt die doppel- 
stockige Leiterplatte nach dem Biegevorgang abge- 
schragte Kanten, wodurch Beschadigungen beim Montieren 
der doppelstockigen Leiterplatte weitgehend vermieden 
werden. 

Eine doppelstockige Leiterplatte, wie sie nach dem er- 
findungsgemaBen Verfahren gefertigt wird, ist ein- 
stiickig mit zusammenhangenden Leiterbahnen aufgebaut 
und sonach gegenUber Stoflen und Erschutterungen weniger 
storanfallig. Abgeschragte Kunststoff kanten verhindern 
weitgehend eine Beschadigung der aus Kunststoff ge- 
fertigten Teile der Leiterplatte. 

Die Erfindung soil anhand eines in der Zeichnung grob 
schematisch wiedergegebenen Ausfuhrungsbeispieles naher 
erlautert werden: 

Fig. 1 zeigt eine Leiterplatte im Schnitt mit erfin- 
dungsgemaB angebrachten Rillen. 

Fig. 2 veranschaulicht eine mit dem Verfahren nach der 
Erfindung hergestellte doppelstockige Leiter- 
platte im Schnitt. 
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Die Leiterplatte 1 nach Pig. 1 besteht aus einer Kunst- 
stoffplatte 2 mit einseitiger Kupferkaschur 3. Die 
Kupferkaschur 3 enthalt Leiterbahnen, die AnschluB- 
punkte fUr elektronische Bauteile 4 miteinander ver- 
5 binden. Die elektronischen Bauteile 4 befinden sich auf 
der nicht kaschierten Seite der Kunststoffplatte 2; ihre 
AnschluBbiigel 5 durchdringen die Leiterplatte 1 . Dort 
sind die AnschluBbiigel 5 an AnschluBpunkten mit Lotzinn 6 
auf der Kupferkaschur 3 befestigt. 

10 

In die Kunststoffplatte 2 sind zwei Rillen 7 und 8 
mit V-fc5rmigem rechtwinkligem Profil eingefrast. Sie 
reichen bis auf etwa 0,3 mm an die Kupferkaschur 3 
heran. 

15 

Eine einstuckige, doppelstSckige Leiterplatte 9 nach 
Fig. 2 hat zwei parallele Plattenabschnitte 91 und 92 
und zwischen gegenuberliegenden Kanten einen dazu senk- 
rechten Plattenabschnitt 93. Sie wird hergestellt, indem 
20 die Leiterplatte 1 entlang der Rillen 7 und 8 zur ka- 
schierten Seite 3 hin um 90° gebogen wird. Die Leiter- 
bahnen in der Kupferkaschur 3 werden durch den Biege- 
vorgang in ihrer Funktion nicht beeintrachtigt. 

25 Durch das V-formige Profil mit rechtem Scheitelwinkel 
der Rillen 7 und 8 bedingt, hat die fertige doppel- 
stbckige Leiterplatte 9 abgeschragte Kanten 10 und 11. 

5 Patent anspruche 
2 Figuren 
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